ELMOS Semiconductor AG
Dortmund

Jahresabschluss und Lagebericht
31. Dezember 2006

- Zur Einreichung zum Handelsregister -






BESTATIGUNGSVERMERK

Wir haben den Jahresabschluss — bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie
Anhang — unter Einbeziehung der Buchfihrung und den Lagebericht der ELMOS
Semiconductor AG, Dortmund, fir das Geschéftgahr vom 1. Januar 2006 bis 31. Dezember
2006 gepriift. Die Buchfihrung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht
nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften sowie den erganzenden Bestimmungen
der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere
Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgefihrten Prifung eine Beurteillung Uber
den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfihrung und Gber den Lagebericht
abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlusspriifung nach 8 317 HGB unter Beachtung der vom Institut
der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grundsdtze ordnungsmal3iger
Abschlussprifung vorgenommen. Danach ist die Prifung so zu planen und durchzufihren,
dass Unrichtigkeiten und VerstoR3e, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsétze ordnungsmaliger Buchfiihrung und durch den Lagebericht
vermittelten Bildes der Vermogens-, Finanz- und Ertragsage wesentlich auswirken, mit
hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prifungshandlungen werden
die Kenntnisse Uber die Geschéftstatigkeit und ber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld
der Gesellschaft sowie die Erwartungen tber mdgliche Fehler berticksichtigt. Im Rahmen der
Prufung werden die Wirksamkeit des rechnungs egungsbezogenen internen Kontrollsystems
sowie Nachweise fur die Angaben in Buchfiihrung, Jahresabschluss und Lagebericht
Uberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prifung umfasst die Beurteilung der
angewandten Bilanzierungsgrundsétze und der wesentlichen Einschétzungen der gesetzlichen
Vertreter sowie die Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prifung eine hinreichend sichere
Grundlage fur unsere Beurteilung bildet.



Unsere Prifung hat zu keinen Einwendungen gefihrt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Priifung gewonnenen Erkenntnisse entspricht
der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften sowie den erganzenden Bestimmungen der
Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsétze ordnungsmél3iger Buchfihrung ein
den tatsdchlichen Verhdltnissen entsprechendes Bild der Vermégens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss,
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die
Chancen und Risiken der zuktnftigen Entwicklung zutreffend dar.

Dortmund, 9. Marz 2007

Ernst & Young AG
Wirtschaftsprifungsgesel I schaft
Steuerberatungsgesel | schaft

Muzzu Sultana
Wirtschaftsprifer Wirtschaftsprifer
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ELMOS Semiconductor AG, Dortmund
Gewinn- und Verlustrechnung fir 2006

[
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

. Umsatzerl 6se
. Erhéhung des Bestands an

fertigen und unfertigen Erzeugnissen

. Andere aktivierte Eigenleistunger
. Sonstige betriebliche Ertrége

. Materialaufwand

a) Aufwendungen fir Roh-, Hilfs- und Betriebs-
stoffe und fir bezogene Waren
b) Aufwendungen fir bezogene Leistungen

. Personalaufwand

a) Lohne und Gehalter

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen
flr Altersversorgung
davon fur Altersversorgung
EUR 154.781,12 (Vj. TEUR 70)

. Abschreibungen auf immaterielle Vermdgens-

gegenstande des Anlagevermdgens und Sachanlager

. Sonstige betriebliche Aufwendungen

. Ertrége aus Beteiligungen

davon aus verbundenen Unternehmen
EUR 2.696.569,83 (Vj. TEUR 2.417)
Ertrage aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanl agevermdgens
Sonstige Zinsen und éhnliche Ertrage
davon aus verbundenen Unternehmen
EUR 100.454,09 (Vj. TEUR 92)
Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermdgens
Zinsen und dhnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
EUR 782.883,68 (Vj. TEUR 136)

Ergebnis der gewohnlichen Geschéftstétigkeit

Steuern vom Einkommen und vom Ertra
Sonstige Steuern

Jahresliberschuss
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr

Bilanzgewinn

2005

EUR EUR TEUR
143.136.051,06 124.911
1.626.415,52 2,518
385.951,75 429
3.721.888,08 2.953
14887030641 130.811

-18.827.628,93 -16.405
-39.821.002,28 -31.156
-28.441.807,07 -25.543
-5.197.534,57 -4.686
-11.009.388,69 -9.335
-43.245.344,37 -36.935
-146.542.70591 - -124.060

2.696.569,83 2.417
0,00 3.640
406.483,46 317
-176.492,57 0
-1.992.757,69 -5.059
93380303 1.315

326140353 8.066

-446.185,92 -1.735
-410.413,80 -207
-856.599,72 - -1.942

2.404.803 81 6.124

42.532.947,25 36.409

44.937.751,06 42.533




ELMOS Semiconductor AG, Dortmund
Anhang fur 2006

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemal3 88 242 ff. und 88 264 ff. HGB sowie nach den
einschlagigen Vorschriften des AktG und der Satzung aufgestellt. Es gelten die Vorschriften
fr grof3e K apital gesell schaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Anders
as im Vorjahr wird der Aktivwert der Rickdeckungsversicherung aufgrund seines
langfristigen Charakters im Finanzanlagevermdgen und nicht mehr in den sonstigen
V ermbgensgegenstanden ausgewiesen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Fir die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen die nachfolgenden
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mal3gebend.

Erworbene immaterielle Vermdogensgegenstande sind zu Anschaffungskosten bilanziert und
werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um
planméfdige Abschreibungen (3 - 8 Jahre, lineare Methode) vermindert.

Das Sachanlagevermogen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird,
soweit abnutzbar, um planméllige Abschreibungen vermindert. In die Herstellungskosten
selbsterstellter Anlagen sind neben den Einzelkosten auch antellige Gemeinkosten
einbezogen. Die Vermodgensgegenstande des Sachanlagevermdgens werden nach Mal3gabe
der voraussichtlichen Nutzungsdauer auf der Grundlage steuerlich anerkannter Hochstsétze
abgeschrieben. Soweit steuerlich zuldssig, wird fur bewegliche Anlagegiter die degressive
Abschreibungsmethode angewandt. Der Ubergang zur linearen Methode erfolgt in dem Jahr,
fur welches die lineare Methode erstmals zu hoheren Jahresabschreibungsbetrégen fuhrt. Die
ubrigen Anlageglter werden linear abgeschrieben. Geringwertige Anlagegiter bis zu einem
Wert von EUR 410,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Die Abschreibungen
auf Zugénge des Sachanlagevermdgens erfolgen grundsétzlich zeitanteilig.



Bei den Finanzanlagen werden die Anteilsrechte und Wertpapiere zu Anschaffungskosten
bzw. niedrigeren beizulegenden Werten und die Ausleihungen grundsétzlich zum Nennwert
angesetzt. Anspriiche aus Rickdeckungsversicherung werden zum Aktivwert angesetzt.

Die Vorrate werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. zu den niedrigeren
Tageswerten angesetzt. Die Bestdnde an Roh-, Hilfss und Betriebsstoffen sind zu
Einstandspreisen oder zu niedrigeren Tagespreisen am Bilanzstichtag aktiviert.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind auf der Basis von Einzelkalkulationen, die auf
der aktuellen Betriebsabrechnung beruhen, zu Herstellungskosten bewertet, wobei neben den
direkt zurechenbaren Materialeinzelkosten, Fertigungsléhnen und Sondereinzelkosten auch
Fertigungss und Materialgemeinkosten sowie Abschrelbungen entsprechend dem
steuerrechtlichen Mindestumfang berticksichtigt werden. In allen Falen wurde verlustfrei
bewertet, d. h. es wurden von den voraussichtlichen Verkaufspreisen Abschlége fir noch
anfallende Kosten vorgenommen.

Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermdgen, die sich aus Uberdurchschnittlicher
Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben,
sind durch angemessene Abwertungen beriicksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermdgensgegenstande sind zum Nennwert angesetzt. Allen
risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen
Rechnung getragen; das algemeine Kreditrisko ist durch pauschale Abschlage
beriicksichtigt.

Die Ruckstellungen fir Pensionen und Vorruhestandsverpflichtungen werden nach
versicherungsmathematischen Grundsétzen ermittelt. Die Teilwerte geméal3 8 6a EStG wurden
unter Verwendung der ,Heubeck-Richttafeln 2005 G* aufgrund einer Anderung der
biometrischen Grundlagen erstmalig in 2005 neu berechnet. Es liegt ein Rechnungszinsfuld
von 6 % zugrunde.

Die Steuerrickstellungen und die sonstigen Ruckstellungen berticksichtigen alle
ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschéften. Sie sind
in der Hohe angesetzt, die nach vernunftiger kaufmannischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind zum  Rickzahlungsbetrag  angesetzt.  Zuschisse — auf
Entwicklungsleistungen werden als Erhaltene Anzahlungen ausgewiesen.

Fremdwéahrungen wurden zu Umrechnungskursen am Tage ihrer Entstehung oder zu
niedrigeren bzw. hoheren Stichtagskursen bilanziert.



Erlauterungen zur Bilanz
Anlagevermdgen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermigens ist unter Angabe der
Abschreibungen des Geschéftsjahres im nachfolgenden Anlagenspiegel dargestellt.
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Angaben zum Anteilsbesitz

Inland
Advanced Appliances Chips GmbH, Riedstadt

attoSENSOR GmbH, Penzberg

ELMOS Central IT Services GmbH & Co. KG,
Dortmund

ELMOS Facility Management GmbH & Co. KG,
Dortmund

ELMQOS Semiconductor Siid GmbH,
UnterschleiZheim

Epigone Grundstiicksverwal tungsgesel | schaft
mbH & Co. Vermietungs KG, Mainz

Exedra Grundstiicksverwaltungsgesel | schaft
mbH & Co. Vermietungs KG, Mainz

GED Gértner Electronic Design GmbH,
Frankfurt/Oder

Gesellschaft fur Halbleiterpriiftechnik mbH,
Dortmund

IndustrieAlpine Bautréager GmbH, Miinchen
Mechaless Systems GmbH, Karlsruhe
ELMOS Industries GmbH, Hanau

Ausland
Elmos Services B.V., Nijmegen (NL)

Elmos Advanced Packaging B.V ., Nijmegen (NL)
ELMOS Design Services B.V., Nijmegen (NL)
ELMOS Quality ServicesB.V., Nijmegen (NL)

European Semiconductor Assembly (Eurasem) B.V.,

Nijmegen (NL)

Micro Systems on Silicon (MOS) Limited,
Pretoria (Sldafrika)

EL-MOS France SAA., Nanterre (F)

Elmos USA Inc., Michigan (USA)

ELMOS Cdlifornialnc., Milpitas (USA)
ELMOSN.A. Inc., Farmington Hills (USA)
Silicon Microstructures Inc., Milpitas (USA)

Waéhrung Beteiligungen Eigenkapital Ergebnisin
% in TEUR/LW Tausend
EUR 33,33 191 148
EUR 45,00 54 4
EUR 100,00 173 5102
EUR 100,00 92 1862
EUR 100,00 174 82
EUR 100,00 29 -31
EUR 94,00 2 18t
EUR 73,90 718 204
EUR 100,00 113 4
EUR 51,00 - -3
EUR 51,00 730 -136
EUR 49,00 -62 -162
EUR 100,00 52.145 2.772
EUR 100,00 958 722
EUR 100,00 -1.691 -6502
EUR 100,00 11.980 -2.8912
EUR 100,00 31.547 0?
ZAR 67,60 9 -892
EUR 100,00 2.537 1.165
usb 100,00 - -8
usD 100,00 -272 -5062
usD 100,00 -3.917 1832
usb 100,00 4.503 1222

! Die vorgelegten Zahlen beruhen auf vorl&ufigen, ungepriiften Abschliissen zum 31. Dezember 2006.
2 Es handelt sich um mittelbaren Anteilsbesitz der ELMOS Semiconductor AG, Dortmund.

% Esliegt bislang kein Jahresabschluss der Gesellschaft vor.



Forderungen und Vermdgensgegenstande

Die Forderungen und sonstigen Vermdgensgegenstande haben bis auf einen Betrag von
TEUR 103 (Vj. TEUR 1.438) eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

In den sonstigen Vermdgensgegenstanden sind aktivierte Forderungen auf Erstattung von
verauslagten Entwicklungskosten in Hohe von TEUR 418 (V). TEUR 1.055) enthalten. Der
Aktivwert aus einer Riickdeckungsversicherung in Hohe von TEUR 1.420 (V). TEUR 1.358)
wurde ins Anlagevermdgen umgegliedert.

Eigenkapital

Das in der Bilanz zum 31. Dezember 2006 aus 19.413.805 auf den Inhaber lautenden,
nennwertlosen Stlickaktien bestehende Grundkapital in Héhe von EUR 19.413.805,00 ist voll
eingezahlt.

Der Vorstand ist erméachtigt, das Grundkapital bis zum 18. Mai 2011 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates um bis zu EUR 9.650.000,00 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von
bis zu 9.650.000 Stiick neuer, auf den Inhaber lautender Aktien gegen Bar- oder Sacheinlage
zu erhdhen (Genehmigtes Kapital ).

Das Grundkapital ist um EUR 886.195,00, eingeteilt in 886.195 nennwertlose Stiickaktien,
die auf den Inhaber lauten, mit einem auf die einzelne Aktie entfallenden anteiligen Betrag
des Grundkapitals von EUR 1,00, bedingt erhéht (Bedingtes Kapital 1).

Die bedingte Kapitalerhthung dient ausschliefdlich der Gewahrung von Bezugsrechten an
Vorstandsmitglieder, Fihrungskréfte und Mitarbeiter der Gesellschaft sowie an Mitglieder der
Flhrungsorgane und an Mitarbeiter verbundener Unternehmen. Sie wird nur insoweit
durchgefihrt, wie im Rahmen des Aktienoptionsprogramms der Gesellschaft nach Mal3gabe
des Beschlusses der Hauptversammlung vom 22. September 1999 Optionsrechte ausgegeben
werden und die Inhaber dieser Optionsrechte diese ausiiben. Die neuen Aktien nehmen vom
Beginn des Geschéftgahres an, in dem sie durch Auslbung von Optionsrechten entstehen, am
Gewinn teil.

Mitarbeiter haben im Jahr 2006 vom Optionsrecht zum Aktienerwerb Gebrauch gemacht, was
erstmals zur Ausgabe von 1.381 nennwertlosen Stiickaktien mit einem auf die einzelne Aktie
entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von 1,00 EUR, die auf den Inhaber lauten,
gefihrt hat und eine Kapitalerhthung des Grundkapitals aus bedingtem Kapital zur Folge
hatte. Die Kapitalriicklage erhohte sich insgesamt um EUR 9.487,47 mit EUR 6,87 je Aktie.

Die verbleibenden Bezugsrechte haben sich zum 31. Dezember 2006 von 1.000.000 auf
886.195 verringert.



Das Grundkapital ist um maximal bis zu EUR 5.000.000,00 eingeteilt in bis zu 5.000.000 auf
den Namen lautende Stickaktien bedingt erhtht (Bedingtes Kapital I1). Die bedingte
Kapitalerhéhung wird nur insoweit durchgefihrt, wie die Inhaber von Optionsscheinen oder
Wandlungsrechten aus bis zum 25. April 2007 durch die Gesellschaft oder eine unmittelbare
oder mittelbare inlandische oder auslandische 100-prozentige Beteiligungsgesellschaft der
Gesellschaft gemald der Beschlussfassung der Hauptversammlung vom 26. April 2002
begebenen Options- oder Wandel schuldverschreibungen Gebrauch machen oder wie die zur
Wandlung verpflichteten Inhaber der von der Gesellschaft oder deren unmittelbaren oder
mittelbaren inlandischen oder ausléndischen 100-prozentigen Beteiligungsgesellschaften bis
zum 25. April 2007 auszugebenden Wandel schuldverschreibungen ihre Pflicht zur Wandiung
erfillen. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschéftjahres an, in dem sie durch
Auslbung von Optionss bzw. Wandlungsrechten oder durch Erfillung von
Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil.

Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu nominal EUR 930.000,00 bedingt erhoht
(Bedingtes Kapital 111). Die bedingte Kapitalerhéhung wird nur durch Ausgabe von bis zu
930.000 neuen Stiickaktien ohne Nennwert mit Gewinnberechtigung ab Beginn des
Geschéftgahres der Ausgabe der Aktien und nur zur Einlésung von Bezugsrechten
durchgefihrt, die im Rahmen des Aktienoptionsplans 2004 der ELMOS Semiconductor AG
in dem Zeitraum vom 1. Oktober 2004 bis zum 26. April 2009 gewéahrt werden. Der Vorstand
— und soweit es die Mitglieder des Vorstands betrifft der Aufsichtsrat — wird angewiesen, im
Rahmen dieses Aktienoptionsplans 2004 bis zu 930.000 Stiick Bezugsrechte auf je eine Aktie
der Gesellschaft an die unten bezeichneten Berechtigten unter Ausschluss des Bezugsrechts
der Aktiondre in jadhrlichen Tranchen auszugeben. Die bedingte Kapitalerhbhung ist nur
insoweit durchzuftihren, wie im Rahmen des Aktienoptionsplans 2004 der ELMOS
Semiconductor AG aus dem bedingten Kapital Bezugsrechte ausgegeben werden und die
Inhaber dieser Bezugsrechte hiervon innerhalb der Auslbungsfrist Gebrauch machen. Jedes
Bezugsrecht berechtigt zum Bezug einer Stiickaktie ohne Nennwert mit einem rechnerischen
Anteil am Grundkapital von EUR 1,00.

Es bestehen Bezugsrechte geméal? § 192 Abs. 2 Nr. 3 AktG aus einem Aktienoptionsprogramm
fur Vorstandsmitglieder, Fuhrungskréfte und Mitarbeiter zum Erwerb von 715.201 Aktien.



Bilanzgewinn

Im Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag von TEUR 42.533 enthalten; im Ubrigen verweisen
wir auf den unten stehenden Vorschlag fur die Verwendung des Bilanzgewinns.

Ruckstellungen

Die Pensionsriickstellungen wurden fur Mitglieder des V orstandes gebildet.

Die Steuerrtickstellungen betreffen Ertragsteuern.

Die sonstigen Ruckstellungen wurden im Wesentlichen fir Urlaubsanspriiche, Tantiemen,
Berufsgenossenschaftsbeitrdge, Garantieleistungen, Lizenzen, nachkommende Rechnungen,
Aufsichtsratsvergitungen und Altersteil zeitanspriiche gebil det.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind im nachfolgenden
Verbindlichkeitenspiegel im Einzelnen dargestellt.

Die Verbindlichkeiten enthalten keine gegentiber Gesellschaftern.



Verbindlichkeitenspiegel in TEUR

Restlaufzeit
Art der Verbindlichkeit gesamt unter 1bis5 Uber 5 gesamt
31.12.2006 1 Jahr Jahre Jahre  31.12.2005
1. Verbindlichkeiten
gegeniiber Kreditinstituten 31.603 31.603 0 0 24671
2. Erhaltene Anzahlungen auf
Bestellungen 69 69 0 0 350
3. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen 7.632 7.632 0 0 7.875
4. Verbindlichkeiten aus
der Annahme gezogener
Wechsel und der Ausstellung
eigener Wechsel 0 0 0 0 5.000
5. Verbindlichkeiten gegeniiber
verbundenen Unternehmen 23.343 23.342 0 0 8.017
6. Verbindlichkeiten gegeniiber
Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhaltnis besteht 15 15 0 0 13
7. Sonstige Verbindlichkeiten 1.331 1.185 146 0
(Vorjahr) (3.885) (410) 0) (4.295)
- davon aus Steuern 377 377 0 0
(Vorjahr) (1.000) 0 0 (1.000)
- davon im Rahmen der
sozialen Sicherheit 0 0 0 0
(Vorjahr) (697) 0) 0) (697)

Angabe von Art und Form der Sicherheiten

Die Darlehen sind durch eine Grundschuld am gewerblichen Objekt Emil-Figge-Stral2e 83/
Heinrich-Hertz-Str. 1 und Joseph-von-Fraunhofer-Str. 9, 44227 Dortmund (Eigentimer:
Exedra Grundstticksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG, Mainz) gesichert.
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind, bis auf branchentblich
verlangerte Eigentumsvorbehalte von Lieferanten im Wesentlichen nicht besichert. Die
sonstigen Verbindlichkeiten sind ebenfalls nicht besichert.

Haftungsverhaltnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhaltnisse

Die Gesellschaft hat eine Blrgschaft fur eine Kreditlinie in Hohe von USD 2.500.000,00
ubernommen, welche einem verbundenen Unternehmen gewdhrt wurde. Zum
Abschlussstichtag hat das verbundene Unternehmen die Kreditlinie in Hoéhe von USD
1.931.904,00 in Anspruch genommen.



Derivative Finanzinstrumente

Die Gesdllschaft hat einen Bonus Zinssatz-Swap fur einen Nominalbetrag in H6he von
TEUR 20.000 und einer Laufzeit vom 14. April 2003 bis zum 14. April 2008 abgeschlossen.
Gegenstand dieses Vertrages ist der Tausch eines Festzinssatzes in Hohe von 5,250 % p. a
gegen einen variablen Zinssatz in Hohe der Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR-
Telerate) fur 3-Monatsgelder.

Zum Stichtag wurde das Finanzderivat zum Marktwert von EUR 76,18 bewertet. Eine
Ruckstellung fur drohende V erluste aus schwebenden Geschéften war nicht zu bilden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gesdllschaft hat Leasingvertrage fur das Betriebs- und Verwaltungsgebaude, das
Mitarbeiterzentrum, das Parkhaus sowie fir ein weiteres Blurogebéude abgeschlossen, deren
Laufzeiten sich bis 2014, 2020, 2021, 2022 und 2030 erstrecken. Auf3erdem hat die
Gesellschaft Leasingvertrdge fur technische Anlagen und Maschinen sowie Betriebs- und
Geschéftsausstattung abgeschlossen, deren Laufzeiten sich bis 2008 und vereinzelt bis 2011
erstrecken. Daneben bestehen Leasingvertrage fur den Fuhrpark, Biromaschinen und
technische Anlagen und Maschinen in betriebsiiblichem Umfang.

Die Gesellschaft hat enen Vertrag Uber gemeinsame Forschungss und
Entwicklungslei stungen sowie zur Nutzung einer Produktionslinie mit einer Laufzeit bis 2015
abgeschl ossen.

Infolge der am Bilanzstichtag bestehenden nichtkindbaren oben genannten Vertrége
summieren sich die in den folgenden Jahren zu zahlenden Betrage wie folgt:

TEUR
2007 21.825
2008 15.318
2009 12.109
2010 10.319
2011 12.578
Folgejahre 59.174

Aus erteilten Investitionsauftragen besteht ein Bestellobligo von TEUR 4.644.



Erlauterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlose

2006 2005
TEUR TEUR
- nach Sparten
Produktion 139.661 121.515
Entwicklung 3.190 2.929
Sonstiges 285 467
Nettoumsatzerl 6se 143.136 124,911
- nach Regionen
Inland 54.836 46.885
Ubrige EU-Lander 57.051 54.681
USA 13.246 16.804
Ubrige L ander 18.003 6.541
Nettoumsatzerl 6se 143.136 124911

Sonstige betriebliche Ertrage

Bei den sonstigen betrieblichen Ertrdgen handelt es sich im Wesentlichen um Ertrége aus
Wahrungsdifferenzen (TEUR 395), Ertrége aus Anlagenabgangen (TEUR 4), Ertrége aus der
Auflésung von Ruickstellungen (TEUR 333), Ertrage aus Projektférderungen (TEUR 363) und
Ertrage aus der Auflosung von Wertberichtungen auf Forderungen (TEUR 204). Dariber
hinaus werden im Wesentlichen Ertrage aus privater Pkw-Nutzung (TEUR 293), Erhéhung
des Aktivwertes der Ruckdeckungsversicherung (TEUR 138), Erstattungen sonstiger Steuern
(TEUR 376), Mietertrage (TEUR 167) und Weiterbelastungen an IMS (TEUR 1.100)
ausgewiesen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bei den periodenfremden Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen
aus Garantieleistungen (TEUR 1.262).



Honorare fur Abschlussprufer

Das im Geschéftgahr als Aufwand erfasste Honorar fir Abschlussprufer gliedert sich auf in
die Bereiche Abschlussprifung (TEUR 85), sonstige Bestdtigungss  oder
Bewertungsleistungen (TEUR 32), Steuerberatungsleistungen (TEUR 178) sowie sonstige
Leistungen (TEUR1).

Sonstige Angaben

Aufsichtsrat

Prof. Dr. Ginter Zimmer, Duisburg, pensionierter Ingtitutsleiter (V orsitzender)

Dr. Burkhard Dreher, Dortmund, Diplom-Volkswirt (stellvertretender Vorsitzender)
Herbert Sporea, Altwittenbek, Kaufmann (bis zum 31. Dezember 2006)

Jutta Weber, Tarrytown, New Y ork, Diplom-Padagogin

Jorns Haberstroh, Kerken, Diplom-Okonom

Dr. Peter Thoma, Unterschlei3heim, Diplom-Physiker

Herr Prof. Dr. Gunter Zimmer Ubt drei weitere Aufsichtsratsmandate (Siltronic AG, active
photonics AG, Dolphin Integration S.A.), Herr Dr. Burkhard Dreher weitere drei (GfV AG,
EKO Stahl GmbH, Vattenfall Europe Mining AG), Herr Herbert Sporea Ubt zwei weitere
Mandate aus (Beiratsmitglied der Mechaless Systems GmbH, Beiratsmitglied der 49-Systems
GmbH), Herr Jorns Haberstroh weitere vier (Ehlebracht AG, 3M-Quante AG, QSC AG,
Beiratsmitglied der Mechaless Systems GmbH), Herr Dr. Peter Thoma Ubt zwel weitere
Mandate aus (Behr GmbH & Co. KG und Kromberg & Schubert GmbH & Co. KG).

Vorstand

Dr. rer.-nat. Klaus Weyer, Schwerte (bis zum 31. Dezember 2006)
Diplom-Physiker Dr. rer. nat. Anton Mindl, L idenscheid (Vorsitzender)
Dr. rer.-nat. Frank Rottmann, Dortmund

Diplom-Ingenieur Reinhard Senf, Iserlohn

Diplom-Volkswirt Nicolaus Graf von Luckner, Oberursel (seit 1. Juli 2006)

Herr Dr. Weyer Ubt zwel Aufsichtsratmandate aus (Aufsichtsrat der Paragon AG,
Projektbeirat der MST Dortmund).



Gesamtbezlige des Vorstands

Die Bezlige des Vorstands teilen sich in fixe Beziige und variable, erfolgsorientierte Bezlige
auf, die sich prozentual aus dem Ergebnis des Konzerns vor Steuern ableiten. Demnach
betrugen die Bezlige des Vorstands fur 2006 insgesamt TEUR 2.087. Hiervon entfallen auf
den fixen Bestandteil TEUR 1.522 und auf den variablen Teil TEUR 565.

In der Hauptversammlung vom 19. Mai 2006 wurde mit einer ¥+Mehrheit beschlossen, die
Angaben geméal3 § 285 | Nr. 9a Satz 5 - 9 HGB fuir die folgenden funf Jahre zu unterlassen.

Die Bezige fur fruhere Vorstandsmitglieder bzw. ihrer Hinterbliebenen betragen im
Geschéftgahr 2006 TEUR 132. Fir sie wurde eine Pensionsrickstellung in Héhe von
TEUR 1.035 gebildet.

Die Mitglieder des Vorstandes halten die folgende Anzahl an Aktien der ELMOS
Semiconductor AG, Dortmund:

Aktienbestand Vorstand

Dr. Klaus Weyer 10.000 Stuick 25.000 Optionen
Dr. Anton Mindl 7.250 Stiick 0 Optionen
Dr. Frank Rottmann 0 Stick 9.200 Optionen
Reinhard Senf 1.948 Stick 40.000 Optionen
Nicolaus Graf von Luckner  1.000 Stiick 0 Optionen

Der durchschnittliche beizulegende Wert der Aktienoptionen betrug EUR 14,23 fir die erste
und zweite Tranche, EUR 4,40 fir die dritte Tranche, EUR 5,07 fir die vierte Tranche und
EUR 6,06 fur die finfte Tranche.

Gesamtbezlige des Aufsichtsrats

Die Bezlige des Aufsichtsrats beliefen sich fir 2006 insgesamt auf TEUR 100. Hierbei
handelt es sich nur um fixe Bestandteile (inkl. Spesen und Auslagen).

An Aufsichtsratsmitglieder wurden in 2006 keine Aktienoptionen mehr ausgegeben.

Fir sonstige Dienstleistungen — insbesondere Beratungen — vergitete die Gesellschaft an
Mitglieder des Aufsichtsrates im Geschéftgahr 2006 TEUR 276.



Die folgenden Mitglieder des Aufsichtsrates halten die angegebene Anzahl an Aktien der
ELMOS Semiconductor AG, Dortmund:

Aktienbestand Aufsichtsrat

Prof. Dr. Glnter Zimmer 0 Stick 0 Optionen
Herbert Sporea 4.165 Stick 0 Optionen
Jorns Haberstroh 3.956 Stiick 0 Optionen
Dr. Peter Thoma 9.200 Stiick 40.000 Optionen
Dr. Burkhard Dreher 1.900 Stiick 0 Optionen
Jutta Weber 200 Stick 0 Optionen

Meldepflichtige Wertpapiergeschéafte

Die folgenden meldepflichtigen Wertpapi ergeschéfte fanden in 2006 statt:

- Dr. Anton Mindl:  Kauf von 1.000 Aktien zu EUR 9,55 am 30. Mé&rz 2006
Kauf von 1.000 Aktien zu EUR 7,97 am 23. Mai 2006
Kauf von 1.000 Aktien zu EUR 7,95 am 24. Mai 2006

- Felix Christian Mindl (minderjdhriger Sohn von Dr. Anton Mindl):
Kauf von 100 Aktien zu EUR 7,84 am 6. Juni 2006

Mitarbeiter

Durchschnittliche Zahl der wahrend des Geschéftg ahres beschaftigten Mitarbeiter:

2006 2005

Gewerbliche Arbeitnehmer 254 210
Angestellte (inkl. Tellzeitkréfte

umgerechnet auf Vollzeit) 395 383

649 593




Konzernverhaltnisse

Die ELMOS Semiconductor AG, Dortmund, befindet sich im mittelbaren Mehrheitsbesitz der
EFH ELMOS Finanzholding GmbH, Dortmund, die nach § 290 Abs. 2 Nr. 2 HGB zur
Aufstellung enes Konzernabschlusses verpflichtet ist. Die Aufstellung eines

Konzernabschlusses durch die EFH ELMOS Finanzholding GmbH, Dortmund, zum 31.
Dezember 2006 erfolgte bislang nicht.

Gewinnverwendungsvorschlag

Der Vorstand schlégt (in Ubereinstimmung mit dem Aufsichtsrat) vor, den Bilanzgewinn von
EUR 44.937.751,06 auf neue Rechnung vorzutragen.

Erklarung gemal § 161 AktG zum Corporate-Governance-Kodex

Vorstand und Aufsichtsrat der ELMOS Semiconductor AG, Dortmund, haben die nach § 161
AktG vorgeschriebene Erklarung abgegeben und den Aktiondren zugénglich gemacht.

Dortmund, im Marz 2007

Der Vorstand

Dr. Anton Mindl Nicolaus Graf von Luckner Dr. Frank Rottmann Reinhard Senf






LAGEBERICHT DER ELMOS SEMICONDUCTOR AG
Geschaft und Rahmenbedingungen

Geschaftstatigkeit

ELMOS entwickelt, produziert und vertreibt hochintegrierte, zumeist anwendungsspezifische, mikroelektronische
Schaltkreise, vornehmlich fiir die Automobilindustrie. Auch im Jahr 2006 entfielen rund 9o Prozent vom Umsatz auf
dieses Marktsegment. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat ELMOS sich eine fiihrende Marktposition als
Halbleiterhersteller im europdischen Markt fir Automobilelektronik erarbeitet. Unverandert wird ELMOS, wie auch
in den vergangenen Jahren, mit 12 Prozent Marktanteil von dem Marktforschungsinstitut Gartner Dataquest im
Marz 2006 als die weltweite Nummer drei im Segment der ASICs (Application Specific Integrated Circuits) fiir den
Automobilmarkt nach den Firmen STMicroelectronics und NEC aufgefiihrt. Die direkten Wettbewerber AMI
Semiconductor und Melexis folgen auf den Platzen vier und flinf.

ELMOS-Chips werden von nahezu allen europdischen Fahrzeugherstellern eingesetzt. Stetig wachsende
Anforderungen an die Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und die Umweltvertraglichkeit eines Kraftfahrzeugs
sowie an Sicherheit und Komfort fiihren zu immer mehr Elektronik im Auto. Halbleiterbausteine von ELMOS sind
ideal geeignet, solche Systeme kompakt, zuverlassig und kostenglinstig aufzubauen.

Automobile Neuprojekte bendtigen in der Regel drei bis vier Jahre Entwicklungszeit, bevor sie fiir etwa fiinf Jahre in
Serie produziert werden. Teilweise verlangert sich diese Produktionszeit erheblich, wenn Autohersteller eine
ahnliche technische Plattform in einer Familie von neuen Modellen einsetzen. Zum Zeitpunkt des Gewinns eines
Neuprojekts werden in der Regel die Preise in Abhangigkeit von geplanten Mengen fur die gesamte Projektlaufzeit
kalkuliert.

Seit mehr als 20 Jahren bedient ELMOS Nischenmarkte mit eigenem Know-how. Es ist die Strategie, zum einen durch
eine konsequent an den Marktbedirfnissen ausgerichteten Fertigungstechnologie und zum anderen durch die
kundenspezifische Produktentwicklung zu Uberzeugen. So entwickelt ELMOS in der Regel Produkte im
Kundenauftrag fir eine spezielle Anwendung und produziert diese exklusiv fir diesen Kunden. ELMOS ist bestrebt,
als kompetenter Partner der Kunden mit maRRgeschneiderten, integrierten Schaltungen ein profitables Geschaft zu
betreiben und die eigenen Marktanteile zu erhchen.

Neben den kundenspezifischen Schaltkreisen, die etwa 9o Prozent der Produkte umfassen, verfiigt ELMOS zudem
uber ein Portfolio von anwendungsspezifischen Standardprodukten (ASSPs) sowie von mikromechanischen
Sensoren aus der Produktion der Tochtergesellschaft Silicon Microstructures Inc. (SMI) in Milpitas, Kalifornien, USA.
SMI entwickelt, produziert und vertreibt mikromechanische Bauelemente (MEMS) und zdhlt zu den
Technologiefiihrern im Bereich der hochprazisen Drucksensoren in Silizium. Neben Drucksensoren entwickelt SMI
Sensoren fiir Beschleunigung und Drehbewegungen, die speziell fiir die Automobilindustrie geeignet sind. Mit einer
eigenen Fertigung in Kalifornien verfligt SMI Uber stabile Serienfertigungseinrichtungen und -fahigkeiten. Dartiber
hinaus unterstiitzt die produzierende Tochterfirma ELMOS Advanced Packaging B.V. (ELMOS AP) mit Sitz in
Nijmegen, Niederlande, das Technologie- und Produktportfolio. ELMOS AP entwickelt und fertigt Gehause fir
elektronische Halbleiterkomponenten und Sensoren. Neben Standardgehausen gemafd JEDEC-Normen gehéren vor
allem kunden- und applikationsspezifische Spezialgehause, die sich teilweise durch patentiertes Know-how vom
Wettbewerb unterscheiden, zum Produktportfolio. Die Fabrik in Nijmegen entspricht dem modernsten Stand der
Technik. ELMOS AP deckte in 2006 noch rund 40 Prozent des Assembly-Bedarfs fiir ELMOS ab. Neben der
konzerninternen Assemblierung fertigt die Gesellschaft auch Sondergehause fiir Drittkunden. In Zukunft wird sich
ELMOS AP komplett auf die Entwicklung und Herstellung von Spezialgehausen fokussieren. Die Produktion von
Standardgehausen wird zu langjahrigen Partnern nach Stidostasien verlagert.



ELMOS produziert alle ASICs in einer eigenen Produktionsstatte fiir Halbleiterbauelemente (Wafer-Fab) in Dortmund
sowie in der im Berichtsjahr in Betrieb genommenen Produktionslinie in Duisburg. Sowohl durch die
automobilgerechte Hochvolt-CMOS Technologie als auch durch die systemgerechte Integration von analogen und

digitalen Funktionen mit On-Chip Treiberleistungen unterscheidet sich ELMOS von den meisten Wettbewerbern.

Der in 2005 neu geschaffene Bereich ELMOS Microsystems erganzt dieses Angebot durch die Entwicklung und
Vermarktung von anwendungsspezifischen, mikro-mechatronischen Modulen. Diese Module kombinieren die
Fahigkeiten der drei entwickelnden und produzierenden Unternehmen der ELMOS-Gruppe und bestehen aus
signalverarbeitenden Halbleiterbauelementen, mikromechanischen Sensoren und funktionalem Gehause. Damit

kann der Kunde kostengiinstige Systemlésungen realisieren.

Neben dem automobilen Markt ist ELMOS auf’erdem im Industrie- und Konsumbereich tatig und liefert
kundenspezifische Schaltkreise z.B. fiir Anwendungen in Haushaltsgeraten, Fotoapparaten, Installations- und
Gebaudetechnik und Maschinensteuerungen. Diese nicht automobilen Markte werden in Zukunft von der im
Berichtsjahr gegriindeten ELMOS Industries intensiv betreut. Sie haben im vergangenen Jahr, wie in den Vorjahren,
rund zehn Prozent des Umsatzes ausgemacht.

Strategie

ELMOS ist mit einer klaren Strategie in das Berichtsjahr gestartet und hat dabei deutliche Fortschritte gemacht. Im
Vordergrund stand die Fokussierung auf kundenspezifische, automobile Applikationen, bei denen ELMOS
jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der automobilen Halbleiter hat. Hier war die Inbetriebnahme der zweiten
Produktionsstatte in Duisburg sowohl fiir die Versorgungssicherheit als auch fiir die Nutzung der
Kostensenkungspotentiale aufgrund des groBeren Waferdurchmessers ein wichtiger Schritt. Erste Kundenfreigaben
wurden im dritten Quartal erteilt, weitere folgten zum Jahresende.

Daneben stand der Ausbau der Entwicklung und des Vertriebs von Applikations-Standards

(ASSPs) im Fokus. Hierflir hat ELMOS den Bereich Applikationen & Systeme (AS) geschaffen, der gezielt Applikations-
Standards produziert und vertreibt. Hierbei flieBen insbesondere auch patentrechtlich geschiitzte Verfahren wie
HALIOS® und VirtuHall® ein, die fiir ELMOS Wettbewerbsvorteile bringen. Eine derartige Familie von Applikations-
Standards erlaubt dem Anwender die schnelle und einfache Realisierung von intelligenten Lésungen z.B. flir Sensor-

bzw. Antriebsanwendungen.

Mikrosysteme, bestehend aus ASICs und MEMS in einem kundenspezifischen Package, stoflen derzeit auf groBes
Interesse im Markt. Mit der Fahigkeit, solche Systeme im internen Firmenverbund zu entwickeln und zu produzieren,

grenzt sich ELMOS klar von seinen Wettbewerbern ab und offeriert ihren Kunden einen einzigartigen Vorteil.

Fortschritte wurden auch bei der Integration von Fremdsilizium in eigene Systemldsungen erzielt. Erste Projekte,
basierend auf nicht selbst produzierten Bauelementen, wurden bis zur Prototypenreife vorangebracht. Diese
Zukaufelemente werden entweder bei strategischen Partnerfirmen oder bei groen Halbleiterfoundries in von
ELMOS nicht angebotenen Technologien nach Konstruktionsplanen von ELMOS produziert. Dank der technischen
Méglichkeiten von ELMOS AP werden eigene und fremdbezogene Bauelemente in funktionalen Gehausen als Multi-
Chip-Modul zusammengefasst.

SchliefRlich wurde die geplante Adressierung zusatzlicher Markte neben dem Automobilmarkt durch die Griindung
der ELMOS Industries umgesetzt. Diese Tochterfirma hat im vierten Quartal des Berichtsjahres ihre Arbeit
aufgenommen. Fiir nicht-automobile Markte, d.h. Industrie- und Konsummarkte, strebt ELMOS mittelfristig einen
Umsatzanteil von 20 bis 30 Prozent des Gesamtumsatzes an.



Rahmenbedingungen

Automobiler Halbleitermarkt

Der fiir ELMOS relevante Markt ist der der Halbleiterchips fir die Automobilindustrie. Dieser Markt stellt einen
Nischenmarkt der globalen Halbleiterindustrie dar. Er umfasst weltweit einen Anteil von rund sieben Prozent des
gesamten Halbleitermarkts. Bedingt durch den Einfluss der relativ konstanten Automobilproduktion und des
zunehmenden Anteils der Elektronik im Fahrzeug weist der automobile Halbleitermarkt eine deutlich hohere
Stabilitat auf als der globale Halbleitermarkt, welcher hauptsachlich durch die Entwicklungen bei Speicher- und
Kommunikationschips gepragt ist. Es wird erwartet, dass der Wertanteil der Elektroniksysteme bei hoherwertigen
Fahrzeugen von heute rund 25 Prozent bis 2010 auf rund 35 Prozent ansteigen wird. Elektronik und Mikroelektronik
fiir den Automobileinsatz wuchsen in der Vergangenheit und wachsen auch langfristig um ein Vielfaches schneller
als die Zahl der neu produzierten Kraftfahrzeuge. Eine Fortsetzung dieses Trends ist mindestens fiir die nachsten

zehn Jahre zu erwarten.

Spezielle Differenzierungsmerkmale des automobilen Halbleitermarkts sind die fir die Halbleiterbranche untypisch
lange Produktlebensdauer und die dadurch bedingten langen Lieferzeitraume von teilweise mehr als zehn Jahren.
Zudem unterscheidet sich der Markt durch langfristige Kunden-Lieferanten Beziehungen und die sehr hohen
Qualitatsanforderungen sowie besonders harte Umgebungsbedingungen, die robuste Halbleitertechnologien

erfordern.

Der weltweite Markt der automobilen Halbleiter betrug im Jahr 2006 19,1 Milliarden US-Dollar. Fiir die kommenden
Jahre sagen Experten ein Wachstum flr den automobilen Halbleitermarkt von sieben bis acht Prozent pro Jahr
voraus. So erwartet das Marktforschungsinstitut Semicast Estimates, dass der Markt bis 2015 auf 36,5 Milliarden US-

Dollar anwachsen wird.

Der von ELMOS malgeblich adressierte Markt ist wiederum nur ein Teil des automobilen Halbleitermarkts, namlich

der der vorwiegend kundenspezifischen Halbleiter, der sogenannten ASICs.

Wegen der vergleichsweise geringen Jahresstiickzahlen stehen diese ASICs nicht im Fokus der grof3en
Halbleiterhersteller, welche die Auslastung fiir ihre groen Produktionskapazititen bendtigen. Weitere
Differenzierungsmerkmale des ASIC-Geschaftes sind sehr enge Lieferbeziehungen des Kunden zu einem einzelnen
ASIC-Hersteller, die unter anderem aus dem Wunsch des Kunden nach Schutz des eigenen Know-hows entstehen.
Wettbewerber der ELMOS sind bei typischen ASIC-Projekten mit mittleren Stiickzahlen Firmen ahnlicher GroRRe wie
AMI Semiconductor, Melexis, austria micro systems und Micronas. Bei sehr grof3en Stilickzahlen steht ELMOS auch in
Konkurrenz zu GroRBproduzenten wie Infineon, ST Microelectronics und Freescale.

Wirtschaftliches Umfeld

Im Jahr 2006 hat sich der Trend des Jahres 2005 fortgesetzt. Die Konsolidierung im Automobilmarkt halt
unvermindert an, die Anzahl der Zulieferer sinkt. Die durchschnittlichen Volumina der Projekte steigen an und damit
auch der Preisdruck. Dieser wird von den Automobilherstellern in Form von Kostensenkungsprogrammen an die
sogenannten ,Tier 1“ Hersteller, die Zulieferer der ersten Reihe, weitergegeben. Diese reichen den Preisdruck bei der

Verhandlung von Neuprojekten an ihre Zulieferer weiter.

Da die Produktentwicklungszeiten in der Automobilindustrie immer kiirzer werden, steigt auch der Termindruck an.
Durch eine nach langfristigen Verhandlungen verspatete Auftragsvergabe wird die Situation haufig noch verscharft.
Andererseits kénnen selbst kleinste Uberschreitungen des Projektendtermins dazu fiihren, dass ein Auftrag nicht in
die Produktion uberfiihrt werden kann.



Auch bei der Ubernahme der Entwicklungskosten gelten hartere Spielregeln. Frither hat der Kunde in der Regel rund
die Halfte der Entwicklungskosten tibernommen. Heute ist die Bereitschaft zur Ubernahme von Entwicklungskosten
durch den Kunden stark riuicklaufig, was sich durch den harteren Wettbewerb erklaren lasst. Damit wachst die
Gefahr, dass der Kunde ein Projekt abbricht, z.B. weil er den Auftrag von seinem Endkunden verloren hat.

Besonders bei sehr groBen Projekten verlangt der Kunde in der Regel die Umlage der Entwicklungskosten in die
Serie. Zudem sind hier haufiger parallele Entwicklungen durch zwei Lieferanten —im Gegensatz zum friiher tblichen
Single-Sourcing — anzutreffen. Eine Folge davon und des starken Kostendrucks ist, dass heutzutage ein Wechsel des
Zulieferers bei derartigen Projekten sogar wahrend der Serienproduktion eines Fahrzeugs moglich ist.

Geschaftsverlauf im Jahr 2006

Das Jahr 2006 verlief fiir ELMOS insgesamt zufriedenstellend. Nach dem deutlichen Einbruch im dritten Quartal
2005 konnte seither Quartal fir Quartal ein Umsatzwachstum sowie eine Verbesserung der wesentlichen
Kennzahlen erzielt werden. Insgesamt wurde im Berichtsjahr ein Umsatz von 143,1 Millionen Euro erreicht, dies
entspricht einem Wachstum von fast 15 Prozent ausgehend von 124,9 Millionen Euro Vorjahresumsatz. Dies ist umso
bemerkenswerter, da der amerikanische Automobilmarkt eine ausgepragte Schwache zeigte und unsere

Umsatzerwartungen dort um mehr als zehn Prozent verfehlt wurden.

Die negativen Einflussfaktoren des Vorjahres wie Preisdruck, verdnderter Produktmix sowie Verschiebungen und
Stornierungen von Projekten wirkten auch im Berichtsjahr fort. Daneben mussten die deutlich gestiegenen
Rohstoffkosten — vor allem fiir Siliziumwafer, aber auch fiir Edelmetalle — und die hoheren Energiekosten
aufgefangen werden. SchlieBlich belasteten die Aufwendungen fiir den Anlauf der zweiten Fertigungslinie in
Duisburg sowie Vorleistungen fir Mikrosysteme und ASSPs die Bruttomarge, die bei einer Marke von 45% im
Jahresverlauf verharrte.

Produktion
In 2006 wurden 15 Prozent mehr Chips produziert als im Jahr zuvor. Dabei sind die Anforderungen an die Produkte
und damit deren Komplexitat, gemessen an der Anzahl der zu strukturierenden Ebenen (Layer), erheblich gestiegen.

Die 2006 an Kunden ausgelieferten ASICs und ASSPs wurden liberwiegend am Hauptstandort Dortmund auf der
1somm-Wafer-Linie (entspricht 6 Zoll) produziert. Die Produktion auf der

200 mm-Wafer-Linie (entspricht 8-Zoll) am Standort Duisburg wurde in der zweiten Jahreshélfte fir ausgewdhlte
automotive ASICs lieferwirksam.

Die Linie in Dortmund wurde im Berichtsjahr weiter planmafRig ausgebaut, um fiir die nachsten Technologie-
Generationen und den steigenden Kapazitatsbedarf der Produktion vorbereitet zu sein.

Zum Jahresende 2006 lag die Maschinenkapazitdt bei rund 480 Waferstarts pro Tag; die durchschnittliche
Ausnutzung Ubertraf mit 430 Waferstarts pro Tag das Niveau des Vorjahres (rund 400 Waferstarts). Insgesamt
wurden in 2006 Uber 177.000 Wafer (2005: ca. 131.000 Wafer) gefertigt.

Die Kapazitat der bestehenden Produktionslinie in Dortmund kann nach wie vor durch Rekrutierung weiterer
Mitarbeiter und durch weitere Investitionen in Maschinen und den Ausbau von Raumen erweitert werden. Im Jahr
2006 wurde der vierte Bauabschnitt fertiggestellt, der neue Reinraumflachen fiir die Produktion in der zweiten
Jahreshalfte 2006 verfiigbar machte. Dieser Baukérper wird seit dem dritten Quartal 2006 fiir eine Erweiterung
unseres Testbereiches genutzt und kann gegebenenfalls zu einem spateren Zeitpunkt auch Raum fir die

Erweiterung des Frontends schaffen.



Der zweite Baustein zur Kapazitatssicherung ist die Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut fiir Mikroelektronische
Schaltungen und Systeme (IMS) in Duisburg. ELMOS hat in 2006 den Transfer erster Prozesstechnologien und die
Qualifikation der dort existierenden 200mm-Wafer-Linie abgeschlossen sowie die Freigabe erster Produkte erreicht.
Wie geplant konnten ab Mitte 2006 die Produktionslose in Duisburg gestartet und geliefert werden.

Der behutsame Ausbau der Kapazitaten in Dortmund, die neue Produktionsstatte in Duisburg sowie der zukiinftige
Nutzung von Foundry-Kapazitaten stellen die erforderliche Fertigungskapazitat fur die mittelfristige Zukunft der
ELMOS sicher.

Im Geschéftsbereich Assembly (ELMOS AP) wurde im Geschaftsjahr 2006 mit der Verlagerung von
Standardprodukten zu Assemblypartnern im asiatischen Raum begonnen. Damit wurden interne Kapazitaten fiir
hoherwertige Spezialprodukte geschaffen und die Kostenvorteile aus dem Euro-Dollar-Wechselkurs erschlossen. Im
Laufe des Jahres 2007 soll die Verlagerung der Standardgehduse abgeschlossen werden.

Forschung und Entwicklung

Die hohen Anforderungen der Automobilindustrie an Qualitdt und Zuverlassigkeit fiihren zu verlangsamter
Einflihrung neuer Technologiegenerationen bei Halbleitern in der Automobilelektronik. Allerdings nutzen Industrie-
und Konsumgulitermarkte neue Technologien als Innovationstreiber. ELMOS nutzt diesen Sachverhalt indem z.B. in
Kosumgutermarkten gereifte Innovationen spater im Automobil eingefiihrt werden. Dies fuihrt zu besserer Qualitat
auch bei neuen Produkten fiir das Automobil.

Im Berichtsjahr war ein klarer Schwerpunkt der Aktivitaten in Forschung und Entwicklung der Abschluss des
Transfers des 0,8pum-Prozesses zum Standort Duisburg. Die ersten Kundenfreigaben wurden planmafig im Sommer
erteilt. Im weiteren Verlauf des Jahres startete der Serienanlauf mit transferierten Produkten. Die Arbeiten zur
Entwicklung neuer Prozesstechnologien mit kleineren StrukturgréBen (o,35pm-Technologie) und Flash-Option
machten einen weiteren Teil der Aufwendungen fiir Forschung und Entwicklung aus. Diese Aktivitdten wurden
parallel dazu in Duisburg direkt in der 200-mme-Linie durchgefiihrt, um mit den hochintegrierenden Technologien
und den grofRen (200mm) Wafern den groBten Kostenvorteil zu erreichen. Damit verfolgt ELMOS weiterhin die
Strategie, durch eigene Prozesstechnologien innovative und wettbewerbsiiberlegene Losungen anbieten zu kénnen.

Neben den Entwicklungen neuer Prozesse entfdllt der mit Abstand groRere Teil der Aufwendungen fiir Forschung
und Entwicklung auf die Entwicklung neuer Produkte. Wie schon in der Vergangenheit, verstarkte sich im Jahr 2006
die Tendenz, dass der Kunde die Kosten fiir Forschung und Entwicklung eines ASICs nicht mehr ibernimmt. Dies
bedeutet, dass ein Grof3teil der Produktentwicklungskosten vom ASIC-Lieferanten, das heit ELMOS, vorfinanziert
werden muss und sich erst tiber die Serienfertigung amortisieren kann. Dies trifft natirlich in besonderem Mafe fiir

die Entwicklung von ASSP-Familien zu.

Mitarbeiter

Als Technologieunternehmen profitiert ELMOS in besonderem MaRe vom Know-how der Mitarbeiter. Deren
Motivation, Wissen und Flexibilitat sind die Voraussetzung fiir den langfristigen Erfolg des Unternehmens.
Besonders in der Entwicklung neuer Produkte und Verfahren sind die Mitarbeiter das entscheidende Kriterium fiir
das Wachstum und die Innovationskraft. Am Standort Dortmund in Nordrhein-Westfalen, im bevélkerungsreichsten
Bundesland, kann ELMOS auf eine groRe Zahl von gut ausgebildeten Jungingenieuren zugreifen, denn im naheren
Umkreis befinden sich mehr als fiinfzig Universitaten und Hochschulen. Schon seit der Griindung kooperiert ELMOS

eng mit diesen und geniel3t als einziger Halbleiterhersteller der Region eine Ausnahmestellung.

Die Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfolgt in Dortmund vertrauensvoll

und mittels einer Mitarbeitervertretung mit selbst gegebener Satzung. In zahlreichen Ausschissen werden die



Belange der Mitarbeiter untereinander und im Verhaltnis zur Geschaftsleitung besprochen und geregelt. So gibt es

Ausschiisse flr soziale Fragen, Personalangelegenheiten, Mitarbeiterforderung und Wirtschaft.

Mitarbeiterbeteiligung/Aktienoptionsprogramme

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind derzeit (iber Aktienoptionsprogramme am Erfolg des Unternehmens
beteiligt. Diese Programme sehen die Ausgabe von Aktienoptionen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterhalb
des Vorstands und zu identischen Bedingungen an den Vorstand vor. Fiir Tranchen seit 2004 gilt flir den Vorstand
als zuséatzliche Bedingung eine Begrenzung der Wertsteigerung (Cap). Flr die Vorstandsmitglieder dienen die

Aktienoptionen gleichzeitig als variable Verglitungskomponente mit langfristiger Anreizwirkung.

In den vergangenen beiden Jahren hat der Aufsichtsrat kein neues Aktienoptionsprogramm beschlossen. Vor dem
Hintergrund des im Vergleich zur friheren Behandlung nach US-GAAP hoheren Aufwands, der sich nach der von IFRS
2 vorgeschriebenen Bilanzierung nach dem beizulegenden Zeitwert (Fair Value) ermittelt, haben Vorstand und
Aufsichtsrat beschlossen, dass andere MaRBnahmen zur Incentivierung von Mitarbeitern und Vorstanden eingesetzt
werden sollen.

Qualitat, Sicherheit und Umweltschutz

Im Rahmen von kontinuierlichen Verbesserungsprozessen setzt ELMOS konsequent seine Null-Fehler-Strategie um
und erzielt damit ein hervorragendes automobilgerechtes Qualitatsniveau. RegelmaRige Prifungen der
eingesetzten Werkzeuge, die Betreuung der Serienprodukte von der Entwicklung bis zur Fertigung, standige
Analysen und statistische Verfahren ermoéglichen das hohe Qualitatsniveau. Interne Labore prifen nicht nur

mogliche Fehlermechanismen der Halbleiterfertigung, sondern auch sensor- und gehausespezifische Merkmale.

ELMOS betreibt seit Mitte der Neunziger Jahre ein Qualitatsmanagementsystem, das alljahrlich gemaR den
Anforderungen der DIN ISO 9001 und der Normen QS 9ooo und VDA 6.1 auditiert wird. Diese Normen wurden in der
ISO/TS 16949: 2002, die weltweite Glltigkeit hat, zusammengefasst. ELMOS Dortmund, ELMOS Advanced Packaging
und GED sowie erstmalig auch SMI und die Fertigung in Duisburg wurden in 2006 gemaf dieser Norm auditiert und

zertifiziert.

Arbeitssicherheit und Umweltschutz sind neben der Qualitat der Produkte und der Wirtschaftlichkeit als
gleichrangige Unternehmensziele festgelegt. Zu den Grundsatzen der Umweltpolitik bei ELMOS zahlen
Rechtskonformitat, Minimierung von Umweltbelastungen, Verantwortungsbewusstsein der Mitarbeiter,
Umweltschutz-Management, kontinuierliche Verbesserung und Kommunikation.

Das Umweltmanagement gemaR DIN EN I1SO 14001 wurde am Standort Dortmund in 2003 durch den TUV Rheinland
zertifiziert und in den nachfolgenden Jahren durch Uberwachungsaudits ohne Abweichungen bestétigt. Die
Bereiche Arbeits- und Umweltschutz sind direkt dem Vorstand unterstellt. Die ISO 14001 verankert den
Umweltschutz systematisch und dauerhaft im Management. ELMOS legt beim Umweltmanagement besonderen
Wert auf eine effektive Pravention sowie eine effiziente Ausnutzung von Ressourcen.

Neben der Verdffentlichung des Umweltberichts fiir 2005, der ausfiihrlich Giber die umweltrelevanten Tatigkeiten,
die davon ausgehenden Umweltauswirkungen sowie Uber die Organisation der Arbeitssicherheit informiert, hat
ELMOS seine hohen sozialen, 0Okologischen wund 0Okonomischen Anspriiche in einem ,Kodex des
verantwortungsvollen Handelns“ zusammengefasst. Der Kodex berichtet detailliert Gber die Verantwortung fiir das
Unternehmen, die Mitarbeiter, die Umwelt und die Gesellschaft. Dieser Verhaltenskodex richtet sich an alle
Fiihrungskrafte und Mitarbeiter des ELMOS-Konzerns. Damit wollen wir — fir jedermann nachvollziehbar — zu
einwandfreiem Verhalten anhalten und mehr Transparenz schaffen. Dieses wird honoriert durch den Kapitalmarkt,
indem ELMOS von Kempen Capital Management und SNS Asset Management als Unternehmen pramiert worden



ist, welches speziellen Wert auf Umweltfreundlichkeit und soziale Belange legt. Parallel zu der Pramierung ist

ELMOS als Kandidat fiir den Kempen/SNS Smaller Europe Social Responsibility Index ausgewahlt worden.

Beziehungen zu verbundenen Unternehmen

Die ELMOS Finanzholding GmbH (EFH) ist mit einem mittelbaren und unmittelbaren Anteilsbesitz von 52,9 Prozent
grofter Einzelaktionar der ELMOS Semiconductor AG. Daher hat der Vorstand gemal §312 AktG einen Bericht tber
die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufgestellt, der mit folgender Erklarung gemaR §312 Abs. 3 AktG
abschlieft:

LWir erklaren, dass unsere Gesellschaft nach den Umstanden, die uns in dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem die
Rechtsgeschafte vorgenommen und die MaBnahmen getroffen wurden, bei jedem Rechtsgeschaft eine
angemessene Gegenleistung erhalten hat. Nachteile im Sinne von §312 AktG haben sich aus den Beziehungen zu

verbundenen Unternehmen fiir uns nicht ergeben.”



ERTRAGS-, FINANZ- UND VERMOGENSLAGE

Kennzahlen der ELMOS Semiconductor AG nach HGB

In Millionen Euro oder Prozent, soweit nicht anders angegeben 2005 2006 Veranderu ng
Umsatzerlose 124,9 143,1 14,6 %
Materialaufwand 47,6 58,6 233 %
Personalaufwand 30,2 33,6 1,3 %

Abschreibungen auf immaterielle Vermogensgegenstande des

Anlagevermogens und Sachanlagen 9,3 1,0 17,9 %
Ergebnis der gewobhnlichen Geschaftstatigkeit 8, 3,3 -59,6 %
Jahresiiberschuss 6,1 2,4 -60,7 %

UMSATZ- UND ERTRAGSENTWICKLUNG

2006 war durch ein schwieriges Marktumfeld gekennzeichnetes Jahr fiir ELMOS, das aber insgesamt
zufriedenstellend verlief. Zusatzlich mussten die deutlich gestiegenen Rohstoff- und Energiekosten aufgefangen
werden. Der Materialaufwand ist um 23,3 Prozent auf 58,6 Millionen Euro gestiegen. Durch die hohen Belastungen
aus dem Anlauf der Fertigung in Duisburg und dem unguinstigeren Produktmix blieben, wie erwartet, die Margen
unter Druck. Bedingt durch den Anstieg der Aufwandspositionen hat sich das Ergebnis der gewohnlichen
Geschaftstatigkeit von 8,1 Millionen Euro um -59,6 Prozent auf 3,3 Millionen Euro ricklaufig entwickelt. In

ahnlichem Ausmald hat sich der Jahresiiberschuss reduziert.

FINANZLAGE

Kennzahlen der ELMOS Semiconductor AG gemaR HGB

In Millionen Euro oder Prozent, soweit nicht anders angegeben 2005 2006 Veranderun g
Periodenergebnis 6,1 2,4 -60,7 %
Abschreibungen/Zuschreibungen 9,3 11,2 20,4 %
Veranderungen von Riickstellungen und Gewinn/Verlust aus

Anlagenabgangen -2,0 0,5 >100 %
Zunahme/Abnahme der Vorrate, Forderungen aus Lieferungen und

Leistungen sowie anderer Aktiva -7,0 -7,9 -12,7%
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

Leistungen sowie anderer Passiva 8,0 1,8 48,1%
Cash Flow aus laufender Geschaftstatigkeit 14,4 18,0 25,0%
Cash Flow aus Investitionstatigkeit -26,3 -15,0 75,3 %
Cash Flow aus Finanzierungstatigkeit 7,3 1,5 -79,5 %
Abnahme / Zunahme der Finanzmittel -4,7 4,5 >100 %
Finanzmittel am Ende der Periode 7,2 1,8 63,9 %

Der Cash Flow aus der laufenden Geschaftstatigkeit ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich um fast vier Millionen
Euro angestiegen. Der deutlich gestiegene Cash Flow aus der laufenden Geschaftstatigkeit ist unter anderem auf die
Entwicklung des Postens Abschreibungen/Zuschreibungen sowie bei der Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten
aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva zurlickzufiihren. Zudem war der Cash Flow aus
Investitionstatigkeiten um rund elf Millionen Euro geringer als in 2005. Die Investitionen entfielen vor allem auf das
Dortmunder Frontend und Backend fir Maschinen und Betriebsvorrichtungen sowie auf die Ausstattung des
Reinraums am Standort Duisburg. Der Cash Flow aus der laufenden Geschaftstatigkeit hat die in 2006



erforderlichen Investitionen mehr als decken kénnen. Die dariiber hinaus zur Verfligung stehende Liquiditat wurde
hauptsachlich zur Tilgung der langfristigen Verbindlichkeiten genutzt.

VERMOGENSLAGE

Kennzahlen der ELMOS Semiconductor AG gemald HGB

In Millionen Euro oder Prozent, soweit nicht anders angegeben 31.12.2005 31.12.2006 Veranderun g
Anlagevermogen 132,5 129,8 -2,0%
Langfristige Forderungen 1,4 0,1 -92,9%
Vorrate 21,5 25,4 18,4 %
Kurzfristige Forderungen 41,6 47,6 14,3 %
Flussige Mittel 7.9 12,9 62,7%
Ubrige Aktiva 1,4 5,9 >100 %
Eigenkapital 146,8 149,2 1,6 %
Langfristige Verbindlichkeiten 2,9 1,9 -32,8%
Kurzfristige Verbindlichkeiten 55,2 70,3 273 %
Bilanzsumme 204,9 221,5 8,1%

Die Bilanzsumme ist von 204,9 Millionen Euro am 31. Dezember 2005 auf 221,5 Millionen Euro am 31. Dezember 2006
gestiegen. Einflussfaktoren waren u.a. der Anstieg der zur VerauRerung gehaltenen Wirtschaftsglter. Dabei handelt
es sich im Wesentlichen um die Erweiterung des Produktionsgebdudes in Dortmund, welches im Jahr 2007 im Zuge
einer Sale & Lease-back Transaktion verauRert werden soll.



Berichterstattung nach §289 Abs. 4 HGB bzw. §315 Abs. 4 HGB i.d.F. des
Ubernahmerichtlinie-Umsetzungsgesetzes

1. Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals
Das in der Bilanz zum 31. Dezember 2006 aus 19.413.805 auf den Inhaber lautenden, nennwertlosen Stiickaktien
bestehende Grundkapital in Hohe von 19.413.805,00 Euro ist voll eingezahlt.

2. Beschrénkungen, die Stimmrechte oder die Ubertragung von Aktien betreffen
Dieser Punkt trifft auf die Gesellschaft nicht zu.

3. Direkte oder indirekte Beteiligungen am Kapital

Die Beteiligungsverhaltnisse stellen sich bis zum 31. Dezember 2006 wie folgt dar:

Euro %
EFH ELMOS Finanzholding GmbH 1.485.789,00 7,6
Hinrichs GmbH 3.236.584,00 16,7
Dr. Weyer GmbH 3.236.584,00 16,7
ZOE-BTG GmbH 2.306.833,00 1,9
Streubesitz 9.148.015,00 471

19.413.805,00 100,0

4. Inhaber von Aktien mit Sonderrechten
Dieser Punkt trifft auf die Gesellschaft nicht zu.

5. Art der Stimmrechtskontrolle im Falle von Arbeitnehmerbeteiligungen
Dieser Punkt trifft auf die Gesellschaft nicht zu.

6. Gesetzliche Vorschriften und Satzungsbestimmungen uber die Ernennung und

Abberufung von Vorstandsmitgliedern und liber Satzungsanderungen
Wir verweisen auf die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften fiir die Bestellung und Abberufung von Mitgliedern
des Vorstands (§§84, 85 AktG) sowie fir die Anderung der Satzung (§§133, 179 AktG). Ergédnzende Bestimmungen aus
der Satzung ergeben sich nicht.

7. Befugnisse des Vorstands zur Ausgabe und zum Riickkauf von Aktien

Der Vorstand wird ermachtigt, das Grundkapital bis zum 18.05.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu
9.650.000,00 Euro durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 9.650.000 Stiick neuer, auf den Inhaber
lautender Aktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhéhen und gem. §204 AktG mit Zustimmung des Aufsichtsrates
Uiber den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Ausgabe zu entscheiden (Genehmigtes Kapital I).

Das Grundkapital ist um 886.195,00 Euro bedingt erhéht. Die bedingte Kapitalerhéhung dient ausschlie3lich der
Gewahrung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder, Fiihrungskrafte und Mitarbeiter der Gesellschaft sowie an
Mitglieder der Fihrungsorgane und an Mitarbeiter verbundener Unternehmen. Sie wird nur insoweit durchgefiihrt,
wie im Rahmen des Aktienoptionsprogrammes der Gesellschaft nach MalRgabe des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 22. September 1999 Optionsrechte ausgegeben werden und die Inhaber dieser
Optionsrechte diese ausiiben. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschaftsjahres an, in dem sie durch
Ausubung von Optionsrechten entstehen, am Gewinn teil.

Das Grundkapital ist um maximal bis zu 5.000.000,- Euro bedingt erh6ht (Bedingtes Kapital Il). Die bedingte
Kapitalerhohung wird nur insoweit durchgefiihrt, wie die Inhaber von Optionsscheinen oder Wandlungsrechten aus



bis zum 25.04.2007 durch die Gesellschaft oder eine unmittelbare oder mittelbare inlandische oder auslandische
100%ige Beteiligungsgesellschaft der Gesellschaft gemaR der Beschlussfassung der Hauptversammlung vom
26.04.2002 begebenen Options- oder Wandelschuldverschreibungen Gebrauch machen oder wie die zur Wandlung
verpflichteten Inhaber der von der Gesellschaft oder deren unmittelbaren oder mittelbaren inlandischen oder
auslandischen 100% igen Beteiligungsgesellschaften bis zum 25.04.2007 auszugebenden
Wandelschuldverschreibungen ihre Pflicht zur Wandlung erfiillen. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des
Geschaftsjahres an, in dem sie durch Austibung von Options- bzw. Wandlungsrechten oder durch Erfillung von
Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil.

Das Grundkapital ist um 930.000,- Euro bedingt erh6ht (Bedingtes Kapital Ill). Die bedingte Kapitalerhohung dient
ausschlielRlich der Gewahrung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder, Fiihrungskrafte und Mitarbeiter der
Gesellschaft sowie an Mitglieder der Fiihrungsorgane und an Mitarbeiter verbundener Unternehmen
(»Aktienoptionsplan 2004"). Sie wird nur insoweit durchgefiihrt, wie im Rahmen des Aktienoptionsplans 2004 der
Gesellschaft nach MaRgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 27. April 2004 Optionsrechte ausgegeben
werden und die Inhaber dieser Optionsrechte diese wirksam ausiiben. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des
Geschaftsjahres an, in dem sie durch Auslibung von Optionsrechten entstehen, am Gewinn teil.

Die Gesellschaft wird ermachtigt, bis zum 18.1.2007 eigene Aktien zu erwerben. Die Ermdchtigung ist auf den
Erwerb von Aktien, auf die ein Anteil am Grundkapital in Hohe von bis zu insgesamt 10 % des derzeitigen
Grundkapitals entfallt, beschrankt. Die Ermachtigung kann ganz oder in mehreren Teilbetragen, einmal oder
mehrmals, fuir einen oder mehrere Zwecke im Rahmen der vorgenannten Beschrankung ausgetlibt werden.

8. Wesentliche Vereinbarungen, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels in
Folge eines Ubernahmeangebots stehen
Dieser Punkt trifft auf die Gesellschaft nicht zu.

9. Entschadigungsvereinbarungen
Dieser Punkt trifft auf die Gesellschaft nicht zu.

Gesamtbeziige des Vorstands

Die Bezlige des Vorstands teilen sich in fixe Bezlige und variable, erfolgsorientierte Beziige auf, die sich prozentual
aus dem Ergebnis des Konzerns vor Steuern ableiten. Demnach betrugen die Beziige des Vorstands fiir 2006
insgesamt 2.087 Tausend Euro. Hiervon entfallt auf den fixen Bestandteil 1.522 Tausend Euro und auf den variablen
Teil 565 Tausend Euro.

In der Hauptversammlung vom 19. Mai 2006 wurde mit einer 3/4 Mehrheit beschlossen, die Angaben gem. § 285 |

Nr. 9a Satz 5-9 HGB fiir die folgenden fiinf Jahre zu unterlassen.

Die Bezuige fur frihere Vorstandsmitglieder bzw. ihrer Hinterbliebenen betragen im Geschaftsjahr 2006 132 Tausend
Euro. Fur sie wurde eine Pensionsriickstellung in Hohe von 1.035 Tausend Euro gebildet.



Die Mitglieder des Vorstandes halten die folgende Anzahl an Aktien der ELMOS Semiconductor AG, Dortmund:
Aktienbestand Vorstand

Dr. Klaus Weyer 10.000 Stiick 25.000 Optionen
Dr. Anton Mind| 7.250 Stiick o Optionen

Dr. Frank Rottmann o Stiick 9.200 Optionen
Reinhard Senf 1.948 Stlick 40.000 Optionen
Nicolaus Graf von Luckner 1.000 Stiick o Optionen

Gesamtbeziige des Aufsichtsrats

Die Bezlige des Aufsichtsrats beliefen sich fiir 2006 insgesamt auf 100 Tausend Euro. Hierbei handelt es sich nur um
fixe Bestandteile (inkl. Spesen und Auslagen).

An Aufsichtsratsmitglieder wurden in 2006 keine Aktienoptionen mehr ausgegeben.

Fiir sonstige Dienstleistungen —insbesondere Beratungen — vergiitete die Gesellschaft an Mitglieder des
Aufsichtsrates im Geschaftsjahr 2006 276 Tausend Euro.

Die folgenden Mitglieder des Aufsichtsrates halten die angegebene Anzahl an Aktien der ELMOS Semiconductor AG,

Dortmund:

Aktienbestand Aufsichtsrat

Prof. Dr. Glinter Zimmer o Stiick o Optionen
Herbert Sporea 4.165 Stlick o Optionen

Jorns Haberstroh 3.956 Stiick o Optionen

Dr. Peter Thoma 9.200 Stiick 40.000 Optionen
Dr. Burkhard Dreher 1.900 Stiick o Optionen

Jutta Weber 200 Stiick o Optionen

Risikobericht

Risikomanagementsystem

Die ELMOS Semiconductor AG hat im Berichtsjahr das in 2002 eingerichtete umfassende Risikomanagementsystem,
das die Anforderungen des §91 (2) AktG erfillt, Schritt fuir Schritt auf die Unternehmen im Konzern angewendet,
weiter verfeinert und anwenderfreundlicher gemacht. Das Risikomanagementsystem von ELMOS und seine
Anwendung wurde von der Wirtschaftsprifungsgesellschaft zum Jahresende kritisch auf Konformitat mit den
Bestimmungen des Handelsgesetzbuches und Aktiengesetzes gepriift und fir geeignet befunden, Entwicklungen,
die den Fortbestand der Gesellschaft gefahrden, friihzeitig zu erkennen. Es sieht die regelmaRige Erfassung und
Bewertung von neuen und bekannten Risiken durch die verantwortlichen Mitarbeiter vor und legt ein geschlossenes
Reporting-System fest. Die Unternehmensbereiche der ELMOS-Gruppe berichten auf monatlicher Basis liber die
finanzielle und operative Entwicklung. Durch diese MaRnahmen werden Vorstand und Aufsichtsrat regelmaRig und
friihzeitig tber die Risikolage informiert und kdnnen geeignete MaBnahmen zur Risikominderung bzw. -vermeidung
oder -abwehr beschlieBen. Das Risikomanagementsystem wird auch zukiinftig kontinuierlich erweitert und

entsprechend sich andernder Rahmenbedingungen verbessert werden.

Es ist die Strategie von ELMOS, Zins- und Wahrungsrisiken durch geeignete Instrumente, wie entsprechende
Derivatprodukte, abzusichern. ELMOS geht dabei zeitweise Devisentermingeschafte zur Absicherung von
Transaktionen in Fremdwahrungen ein, die auf den Zeitraum beschrankt sind, in dem das Risiko besteht. Diese
Kurssicherungsgeschafte minimieren die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf die Ertragslage. ELMOS
beteiligt sich nicht an Spekulationsgeschaften.



Abhdngigkeit von der Automobilindustrie

Das Kerngeschaft von ELMOS steht in direktem Zusammenhang mit der Nachfrage der Automobilindustrie nach
ASICs. Rund 9o Prozent des Umsatzes wird mit Halbleitern fiir die Automobilelektronik erwirtschaftet. Diese
Nachfrage ist einerseits abhangig von den produzierten Stlickzahlen an Fahrzeugen und wird andererseits von dem
anhaltenden Trend zu mehr Elektronik im Auto gesteuert. Durch die Zunahme an elektronischer Ausrtistung im Auto
steigen die Stiickzahlen an verkauften ASICs auch dann, wenn die Zahl der produzierten PKWs stagniert oder

abnimmt.

Der Automobilmarkt unterlag in der Vergangenheit als Folge von Zusammenschliissen von Systemherstellern,
restriktiver Umweltgesetzgebung und anderen Faktoren, beachtlichen Schwankungen. Die ELMOS-Kundenstruktur
lasst sicherlich eine gewisse Abhangigkeit von einigen groBen Automobilzulieferern erkennen. Hierbei ist allerdings
zu berticksichtigen, dass der von einem Kunden generierte Umsatz in der Regel nicht nur durch ein Produkt entsteht,
das heil3t auch Uberlappende Lebenszyklen damit verbunden sind. Aufgrund der Bedeutung und der Spezialisierung
der ASICs von ELMOS fiir das Produkt des Automobilzulieferers handelt es sich bei der Beziehung zum Kunden um
eine gegenseitige Abhangigkeit. Daher konnen groRere Umsatzvolumina mit einigen GroBkunden Zeichen fiir eine
langfristige Kundenbeziehung mit entsprechenden Umsatzpotenzialen sein. Es kommt nur bei sehr grof3en
Volumina vor, dass ein und derselbe ASIC an zwei Lieferanten gleichzeitig vergeben wird, da die Automobilzulieferer
selbst unter erheblichem Kostendruck stehen und die gleichzeitige Entwicklung eines ASICs durch zwei Lieferanten
erhebliche Mehrkosten zunachst im Entwicklungsbereich und spater wegen der geringeren Stiickzahlen fiir den
einzelnen ASIC-Lieferanten im Fertigungsbereich bedeuten. Durch die verstarkte Hinwendung von ELMOS zu
anwendungsspezifischen Standardprodukten (ASSP) wird diese Kundenabhéngigkeit verringert, da solche Produkte

an viele Kunden verkauft werden konnen.

Wettbewerb

Sowohl im Automobil- wie auch im Konsum- und Industriebereich agiert ELMOS stets aus geschutzter Position,
entweder technologiebedingt oder aufgrund speziellen Anwendungs-Know-hows. Eine Vielzahl von Wettbewerbern
im Halbleitermarkt fiir automobile Anwendungen bietet dhnliche Produkte wie ELMOS auf vergleichbarer
technologischer Grundlage an. Dariiber hinaus ist nicht auszuschlieBen, dass grol3e Halbleiterhersteller, die bisher
noch gar nicht oder nur zu einem geringen Prozentsatz im automobilen Halbleitermarkt tatig sind, in Zukunft
versuchen werden, in dieses Marktsegment einzudringen. Dies geschieht insbesondere in Phasen, in denen das
klassische Halbleitergeschaft in den Bereichen Speicherchips und Telekommunikation Riickgange zu verzeichnen
hat. Da diese GroBproduzenten aus Rentabilitatsgriinden sich oftmals auf groBvolumige Projekte fokussieren
missen, ist ihr Engagement im Nischenmarkt der kundenspezifischen Schaltungen relativ gering. Damit erscheint
das Risiko fiir ELMOS vergleichsweise gering. Allerdings akquiriert ELMOS in letzter Zeit vermehrt groBvolumigere
Auftrage. Dadurch wird ELMOS in Zukunft mehr in Wettbewerb zu Groproduzenten treten und entsprechenden
Preisdruck spiiren. Insbesondere seit 2005 hat ELMOS die negativen Folgen des Wettbewerbs insofern gespiirt, als
einige Projekte nicht bis in die Produktion gebracht werden konnten, da die Kunden aufgrund von

Parallelentwicklungen auf einen Wettbewerber zurlickgreifen konnten.

Abhangigkeit von einzelnen Mitarbeitern

Die sehr entwicklungsintensive Geschaftstatigkeit des Unternehmens fiihrt zu einem stark ausgepragten und sehr
spezifischen Ingenieur-Know-how - jedoch nur teilweise zu Patenten. Somit ergibt sich fiir ELMOS, wie fiir jedes
Technologieunternehmen, eine erhéhte Abhangigkeit von bestimmten Mitarbeitern.

Entwicklung neuer Produkte und Technologien

Bei der kundenspezifischen Entwicklung von Produkten ist zu berlicksichtigen, dass bei der Akquisition eines neuen
Auftrages die Einmalkosten im Entwicklungsbereich heute in der Regel nicht mehr in vollem Umfang von den
Kunden bezahlt werden. Diese vorab nicht gedeckten Entwicklungskosten werden ber die spateren Stilickzahlen in
der Serie amortisiert. Hier besteht das Risiko, dass bei Entwicklungen, die nicht in eine Lieferbeziehung miinden,



nicht amortisierte Kosten bei der Gesellschaft verbleiben. Gerade bei den hochvolumigen Auftragen, um die sich
eine groRere Anzahl von Wettbewerbern bemiiht, ist der Kunde in der Regel nicht bereit, die Entwicklungskosten zu
ubernehmen, sondern erwartet, dass diese vom Lieferanten vorfinanziert werden. Dies gilt insbesondere fiir von
ELMOS selbst initiierte Produktentwicklungen, da hierfur unter Umstanden noch kein fester Kundenauftrag vorliegt.

Bei Entwicklungen von Produkten, die ELMOS nicht rechtzeitig fertig stellt, kann die Lieferung moglicherweise erst
ein Jahr spater oder im schlimmsten Fall gar nicht erfolgen, wenn der Kunde eine Alternativiésung —entweder vom
Konkurrenten oder als konventionelle Losung — einsetzt.

Der Markt fir die ELMOS-Produkte ist durch standige Weiterentwicklung und Verbesserung der Produkte
gekennzeichnet. Der ELMOS-Erfolg ist deshalb stark von der Fahigkeit abhangig, neue komplexe Produkte
preisglinstig zu entwickeln, sie rechtzeitig im Markt einzuflihren und zu erreichen, dass diese Produkte von
flihrenden Zulieferern der Automobilindustrie ausgewahlt werden.

Der zukiinftige Erfolg von ELMOS ist auch von der Fahigkeit abhangig, neue Entwicklungs- und
Produktionstechnologien zu entwickeln. ELMOS entwickelt analoge und digitale Halbleiterstrukturen und -
funktionen fur ihre selbst entwickelte modulare Hochvolt-CMOS-Prozesstechnologie. Wie die Konkurrenten muss
ELMOS ihre Technologie standig verbessern und neue Prozesstechnologien fir die fortschreitende Verkleinerung der
Strukturen im Submikronbereich entwickeln. Sollte ELMOS zukiinftig nicht in der Lage sein, neue Produkte und
Produktverbesserungen zu entwickeln, zu produzieren und abzusetzen, diirfte dies signifikante Auswirkungen auf
die Vermogens-, Finanz- und Ertragslage haben.

Durch die Fahigkeit von ELMOS, ASICs fiir alle Arten von elektronischen Geraten im Automobil zu entwickeln und zu
fertigen, sind ELMOS-Produkte in fast allen elektronischen Komponenten eines PKWs vertreten, so dass das Risiko
des Wegfalls eines Auftrages flr eine einzelne elektronische Komponente breit gestreut ist. Zwar konnte ein
mehrjahriger Einbruch der Automobilindustrie, der die Automobilunternehmen veranlasst, keine neuen
elektronischen Produkte zu entwickeln, die Gesellschaft in ihrer Entwicklung nachhaltig beeintrachtigen. Ein
derartiger Einbruch ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht abzusehen, insbesondere weil die Automobilindustrie

in schlechteren Zeiten eher dazu neigt, die technische Ausstattung zu erhdhen.

Beschaffung

Die von ELMOS fiir die Fertigung benotigten Rohstoffe sind weltweit bei verschiedenen Lieferanten verfiigbar und
unterliegen keinem Monopol. Allerdings zeigte sich im Berichtsjahr eine Verknappung bei Silizium-Wafern, da durch
den Boom der Solarbranche die weltweite Nachfrage deutlich gestiegen ist. Branchentypisch ist eine gewisse
Abhangigkeit von einzelnen ferndstlichen Partnern im Assembly-Bereich. Hier hat ELMOS mit der
Tochtergesellschaft ELMOS AP jedoch ihre Wertschopfungskette vertikal vertieft.

Produkthaftung

Die von ELMOS produzierten ASICs werden als Komponenten in komplexe elektronische Systeme integriert. Fehler
oder Funktionsmangel der von ELMOS hergestellten ASICs oder der elektronischen Systeme, in die sie integriert sind,
konnen direkt oder indirekt Eigentum, Gesundheit oder Leben Dritter beeintrachtigen. ELMOS ist nicht in der Lage,

ihre Haftung gegenliber Abnehmern oder Dritten in ihren Absatzvertragen zu reduzieren oder auszuschlieBen.

ELMOS verfolgt konsequent eine Null-Fehler-Strategie und investiert stetig in die Erkennung und Vermeidung von
Fehlerquellen und Fehlern. So werden die einzelnen Halbleiterchips hinsichtlich ihrer Qualitat und Funktion in der
Produktion im Regelfall mehrfach bei unterschiedlichen Temperaturen getestet. Obwohl die Gesellschaft die nach TS
16949 zertifizierten Qualitatskontrollsysteme sowie weitreichende Testverfahren vor der Auslieferung ihrer Produkte
einsetzt, konnen sich Produktfehler moglicherweise erst nach Installation und Gebrauch der Produkte durch den
Endverbraucher zeigen.



Wenn solche Produktfehler auftreten, kann dies teure und zeitaufwendige Produktmodifikationen nach sich ziehen
und zu Stérungen der Kundenbeziehungen sowie zum Verlust von Marktanteilen fiihren. Ein Qualitatsproblem
ganzer Chargen kénnte zudem zu Regressanspriichen der Kunden im Millionenbereich fiihren. Dieses Risiko ist
angemessen versichert. All dies konnte jedoch negative Auswirkungen auf die Vermogens-, Finanz- und Ertragslage
der Gesellschaft haben.

Beteiligungsbereich

Durch die hohe Allokation von finanziellen Mitteln in die Tochtergesellschaften besteht die erhéhte Pflicht, mit
entsprechenden Controlling-Instrumenten und kontinuierlichen Soll-Ist-Analysen mégliche finanzielle Risiken
friihzeitig zu erkennen bzw. zu minimieren. Hierfir wird das installierte Uberwachungs- und
Risikomanagementsystem laufend erweitert und verbessert.

Betriebsunterbrechung

Neben den bereits dargestellten und erlauterten Geschaftsrisiken ist nach Einschatzung von ELMOS das einzige
betriebliche Risiko, das die Entwicklung des Konzerns wesentlich beeintrachtigen und den Fortbestand des
Unternehmens gefahrden konnte, das Risiko der Zerstérung der Fertigungsanlagen durch Feuer oder andere
Katastrophen. Zwar ist das Betriebsunterbrechungsrisiko durch solche Ereignisse angemessen versichert, jedoch
bestlinde in einem solchen Fall eine erhebliche Gefahr des Verlustes von Schliisselkunden. Dieses Risiko ist nicht
versicherbar.

Dieses Risiko ist dadurch bereits reduziert, dass seit 2006 eine weitere Fertigungslinie (200mm-Linie) am Standort
Duisburg betrieben wird. Zu einem spateren Zeitpunkt kann auch am Standort Dortmund in einem separaten
Gebaude eine weitere Produktionslinie errichtet werden. Damit verfiigt ELMOS liber mehrere unabhangige
Fertigungslinien, die autark produzieren kénnen.

Die Ublichen versicherbaren Risiken wie Feuer, Feuerbetriebsunterbrechung, Wasser, Sturm, Diebstahl, Haftpflicht,
insbesondere Produkthaftpflicht, auch in den USA, sowie die Kosten eines etwaigen Riickrufs, sind angemessen
versichert. Weitere Risiken, die die Entwicklung des Konzerns wesentlich beeintrachtigen oder den Fortbestand des
Konzerns gefahrden kdnnen, sind derzeit nicht erkennbar.

Nachtragsbericht

Herbert Sporea hat mit Wirkung zum Ende Dezember 2006 sein Mandat im Aufsichtsrat niedergelegt. Dr. Klaus
Weyer, Vorstandsmitglied bis Dezember 2006, wurde im Januar 2007 vom Amtsgericht Dortmund zum Mitglied des
Aufsichtsrats bis zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung bestellt, die Giber die Besetzung eines neuen
Aufsichtsratsmitglieds entscheidet. Der Hauptversammlung im Mai 2007 soll vorgeschlagen werden, Dr. Klaus
Weyer als Aufsichtsratsmitglied fuir die restliche Amtszeit von Herbert Sporea, d.h. bis zum Ablauf der
Hauptversammlung im Jahr 2010 zu wahlen. Es sind keine weiteren Vorgange von besonderer Bedeutung zu
berichten.



Prognosebericht

Ausrichtung des Konzerns

ELMOS wird sich zukiinftig weiterhin als Nischenanbieter auf kundenspezifische Anwendungen fiir die

Automobilindustrie fokussieren. Um die im Berichtsjahr formulierten Ziele zu erreichen, hat ELMOS an vielen Stellen

im Unternehmen teils erhebliche Anderungen in Prozessen, Organisationen und der strategischen Ausrichtung

vorgenommen und dem weiteren profitablen Wachstum die Basis bereitet. Dabei sind die ELMOS-Technologie, das

ELMOS-Design und die Produktion in der ELMOS-eigenen Fertigung feste Saulen dieser Strategie. Das erfolgreiche

automobile ASIC-Geschaft wird erganzt durch den Aufbau weiterer Geschaftsfelder. Wir sind liberzeugt davon, dass

diese Felder mittelfristig entscheidende Wachstums- und Ergebnisbeitrage liefern werden. Insgesamt richten wir

den Fokus unserer Arbeit auf weiteres ertragreiches Wachstum. Dieser Prognosebericht basiert auf sorgfaltiger

Analyse der signifikanten Faktoren.

Folgende Themen werden den Geschaftsverlauf 2007 charakterisieren:

Die Erweiterung der neuen 8-Zoll-Fertigung in Duisburg wird in 2007 intensiv betrieben, so dass sie
zunehmend signifikante Liefermengen beitragt. Auf der Kundenseite werden wir verstarkte
Anstrengungen unternehmen, um unsere auf 200mm-Wafern gefertigten Produkte in laufende Serien

schneller liefern zu kénnen.

Wir haben mit der Griindung der Tochtergesellschaft ELMOS Industries das Fundament fiir ein Wachstum
in den Markten der Industrie- und Konsumelektronik gelegt. Der Umsatzanteil dieser Markte von derzeit

rund zehn Prozent am Gesamtumsatz soll mittelfristig 20 bis 30 Prozent betragen.

Wir haben in 2006 sechs applikationsspezifische Standardprodukt-Familien (ASSPs) gestartet. Durch den
vermehrten Direktvertrieb solcher Produktreihen und der Unterstiitzung durch ELMOS Industries kdnnen
wir die Partnerschaft mit schon vorhandenen Kunden auf weiteren Feldern ausbauen. 2007 werden erste

Projekte in Serie gehen.

Unsere Mikrosystemprojekte wecken durchweg grol3es Interesse bei den Kunden. Wir werden mit neuen
Produkten im Jahr 2007 beweisen, dass unsere Pionierarbeit auf diesem Feld den Kunden gro3e Vorteile bei
ihren Applikationen bringt.

Die erweiterte Kooperation mit Freescale Semiconductor fiir System-in-Package-Solutions eréffnet neue
Perspektiven. Die aus dieser Kooperation entstehenden Multi-Chip-Produkte kombinieren die
leistungsfahigen 16-Bit Mikrocontroller-Architekturen (MCU) von Freescale mit den
applikationsspezifischen Hochvolt-CMOS Chips von ELMOS. Dies hilft uns bei der Entwicklung und
Herstellung intelligenter Losungen fir die Komfort- und Karosserieelektronik im Automobil. Im Jahr 2007
werden erste Produkte vorgestellt.

Mitte 2006 hat die Verlagerung des Standardgehause-Assembly von unserer Tochtergesellschaft in den
Niederlanden zu externen Dienstleistern in Asien begonnen, um so Kostenvorteile zu nutzen. Von dem
Assembly-Umsatz bei ELMOS AP wurde im vergangenen Jahr bereits mehr als 40 Prozent durch
hoherwertige Spezialgehause erzielt. Nach Abschluss der Verlagerung der Standardgehause im zweiten
Quartal 2007 wird sich unsere Tochtergesellschaft komplett auf die Entwicklung und Fertigung von

Spezialgehausen konzentrieren.

Erste Pilotdesigns in hochintegrierten Logikprozessen mit Foundrypartnern wurden realisiert, um uns so

Zugang zu modernsten Technologien zu sichern, ohne eigene, hohe Investitionen in



Fertigungseinrichtungen tatigen zu mussen. Im Jahr 2007 wird dieses Projekt mit hohen Engagement

weitergefiihrt.

Die strategischen Ziele werden durch operative Schwerpunktthemen, die unsere Wettbewerbsfahigkeit
unterstiitzen, begleitet. Beispielsweise werden die Programme fiir erfolgsbezogene Entlohnung in den Bereichen
Produktion, Entwicklung und Vertrieb fiir eine weitere Effizienzverbesserung in den Ablaufen sorgen. Von der
Einfuhrung einer verbesserten Balanced Scorecard in der Fertigung versprechen wir uns ebenso weitere
Kosteneinsparungen. Die Verlagerung der Standardgehduse nach Fernost wird mittelfristig ebenfalls positive
Beitrage zur Ergebnissituation liefern.

Marktsituation

Fiir das Jahr 2007 sind die Erwartungen des Zentralverbandes der Elektronik-Industrie (ZVEI) fir den gesamten
Halbleitermarkt gedampft positiv. Eine Voraussetzung fuir ein nennenswertes Wachstum ware eine positive
Trendwende, die spatestens mit Ende des ersten Quartals einsetzen muss. Fir die Automobilindustrie zeigen die
Prognosen keine grofRere Veranderung in der weltweiten Nachfrage. Die neuen EU-Regeln hinsichtlich des CO2
Ausstof3es |6sen aber die Diskussion uber die Berechtigung von Oberklassefahrzeugen aus, die als Innovationstrager
der Automobilelektronik in der Vergangenheit wesentliche Impulse gegeben haben. Auf der anderen Seite finden
Hybridkonzepte zunehmende Beachtung. So wird der Elektronikanteil je Fahrzeug in jedem Fall auch weiterhin
kontinuierlich steigen und der Markt fiir automobile Halbleiter weiter wachsen. Fiir die automobilen Halbleiterchips

wird ein durchschnittliches Wachstum von etwa sieben bis acht Prozent bis 2015 prognostiziert.

Die Marktbedingungen haben sich schneller als jemals zuvor geandert. So fordern unsere Kunden wesentlich mehr
Unterstilitzung bei der Integration unserer Chips in ihre Applikationen. Das bedeutet einerseits Mehraufwand,
andererseits aber eine Chance zur Marktdifferenzierung. Das gilt vor allem dann, wenn wir patentierte Technologien
in unseren Produkten, wie z.B. das neue Konzept zur Ansteuerung von Burstenlosen-Motoren, namens VirtuHall®,
einsetzen.

Das Marktumfeld in den USA wird weiterhin schwierig bleiben. Auch bei den Kosten fiir Rohstoffe und Energie

rechnen wir mit keiner Entlastung in 2007.

Erwartete Finanzlage

Wir bestatigen die Prognose aus Dezember 2006. Dementsprechend rechnen wir mit einem Umsatzanstieg von
rund zehn Prozent. Die Bruttomarge wird rund 45 Prozent betragen. Beim EBIT gehen wir von rund zwolf Prozent
vom Umsatz aus. Die ZielgroRe fiir das Nettoergebnis ist rund sieben Prozent vom Umsatz. Beim Free Cash Flow wird
eine freundliche Entwicklung und dementsprechend ein positives Ergebnis erwartet.

Dortmund, im Marz 2007
Der Vorstand

Dr. Anton Mindl Nicolaus Graf von Luckner Reinhard Senf Dr. Frank Rottmann





